
概要 _______________________________
MAX2307は、日本のセルラ周波数帯域に合わせて最適化
された高集積RFアップコンバータドライバです。本製品
は米国のセルラ帯域及びISM帯域用アプリケーションに
も対応しています。MAX2307は消費電流が低いため
(-15dBm出力で15mA)、平均通話時間を延長できます。

日本製セルラ電話のイメージ周波数は通常330MHz
離れているため、イメージ除去には僅か2つの外部インダ
クタしか必要としません。このため電流を消費せず、
僅か2個の安価なオフチップ部品でイメージを除去でき、
コストと貴重なボード面積を節約できます。

MAX2307はLOバッファに対する個別のシャットダウン
制御機能を備えているため、VCO周波数のプリングを
最小限に抑えることができます。MAX2307は超小型の
3x4ウルトラチップスケールパッケージ(UCSP)で提供
されています。

_____________________
セルラハンドセット

cdmaOneTMハンドセット

ISMバンド

特長 ________________________________
♦ 超小型の実装サイズ

♦ 低オフチップ部品数

♦ -15dBmのPOUTで15mA

♦ +6.5dBmのPOUT及び-53dBcのACPRで34mA

♦ シャットダウンモード：1µA以下

♦ LOバッファ用の個別のシャットダウン

♦ 外部ロジックインタフェース回路不要
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TOP VIEW (BUMPS ON BOTTOM)
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EVALUATION KIT MANUAL

FOLLOWS DATA SHEET

型番 _______________________________

 PART  TEMP. RANGE  PIN-PACKAGE

MAX2307EBC -40°C to +85°C 3×4 UCSP

   

ブロック図 __________________________
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cdmaOneは、CDMA Development Groupの商標です。

無料サンプル及び最新版データシートの入手にはマキシム社のホームページをご利用下さい。www.maxim-ic.com

本データシートに記載された内容は、英語によるマキシム社の公式なデータシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び誤りに
ついての責任は負いかねます。正確な内容の把握にはマキシム社の英語のデータシートをご参照下さい。
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = +2.8V to +4.2V, TA = -40°C to +85°C, no RF/IF signals applied, VSHDN = VSHDNLO = +1.8V. Typical values are at VCC =
+3.0V, TA = +25°C, unless otherwise noted). 

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC, RFOUT to GND .............................................-0.3V to +5.5V
SHDN to GND.............................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
RF, IF Input Power ..............................................................0dBm
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

3✕ 4 UCSP (derate 80mW/°C above +70°C) .................628mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +160°C

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Supply Voltage VCC 2.8 4.2 V

Shutdown Supply Current ICC SHDN = SHDNLO = 0.6V 0.1 20 µA

Standby Supply Current ICC SHDN = 0.6V, SHDNLO = 1.8V 2.5 4 mA

VGC = 2.2V, POUT = +6.5dBm 33.5 42

VGC = 2.2V, POUT = +2dBm 29.5 38Supply Current (Note 1) ICC

VGC = 0.5V 14 20

mA

S upp l y C ur rent w i th N o RF Dr i ve ICC VGC = 2.2V 28 36.5 mA

Gain Control Voltage VGC 0 3.0 V

SHDN, SHDNLO Logic High 1.8 V

SHDN, SHDNLO Logic Low 0 0.6 V

SHDN, SHDNLO Logic Current
High

1 µA

SHDN, SHDNLO Logic Current
Low

1 µA
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AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(MAX2307 Evaluation Kit, VCC = +2.8V to +4.2V, TA = -40°C to +85°C, fRF = 887MHz to 925MHz, fLO = 722MHz to 760MHz, fIF =
165MHz, PIFIN = -20dBm, PLOIN = -15dBm, VSHDN = VSHDNLO = +1.8V, 50Ω system. Typical values are at VCC = 3.0V, VSHDN =
VSHDNLO = 1.8V, fRF = 906MHz, TA = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

RF Frequency Range (Note 2) 887 925 MHz

VGC = 2.2V, VCC = 3.0V, TA = +25°C 21.5 24.5 27.5

Power Gain G VGC = 2.2V, VCC = 2.8V to 4.2V, TA = TMIN to
TMAX

17 24.5 32.5
dB

Output Power POUT VGC = 2.2V, ACPR ≤ -53dBc, ALT ≤ -65dBc 4.5 6.5 dBm

LO Input Power Level -15 -12 -5 dBm

Gain Control Range VGC = 0.5V to 2.2V, PIFIN = -30dBm 18 23 dB

Gain Control Slope (Note 3) VGC = 0.5V to 2.2V, PIFIN = -30dBm 32 36 dB/V

Adjacent Channel Power Ratio ACPR1 Offset = ±885kHz in 30kHz BW -53 dBc

Alternate Channel Power Ratio ACPR2 Offset = ±1.98MHz in 30kHz BW -65 dBc

POUT = 6.5dBm -134 -131RX Band Noise Power
(Note 4)

PNOISE
PIFIN = -50dBm, VGC = 0.5V -147

dBm/Hz

LO Leakage POUT from +6.5dBm to -8dBm -43 -30 dBc

Image Leakage (Note 1)
POUT from 6.5dBm to -8dBm, fRF = 887MHz to
925MHz, fIMAGE = 557MHz to 595MHz

-40 -25 dBc

Note 1: Minimum and maximum limits are guaranteed by design and characterization.
Note 2: See Typical Operating Characteristics for operation outside this frequency range.
Note 3: Slope measured with VGC = +0.5V and VGC = +0.8V.
Note 4: fRF = 925MHz, noise measured at 870MHz.
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(MAX2307 Evaluation Kit, VCC = +2.8V, VGC = 2.2V, VSHDN = VSHDNLO = VCC, fRF = 906MHz, fIF = 165MHz, fLO = 741MHz,
TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(MAX2307 Evaluation Kit, VCC = +2.8V, VGC = 2.2V, VSHDN = VSHDNLO = VCC, fRF = 906MHz, fIF = 165MHz, fLO = 741MHz,
TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明 ___________________________________________________________________

PIN NAME FUNCTION

A1 VCC Supply Pin. Bypass with 100pF and 0.01µF capacitors as close to the pin as possible.

A2, A3
VCCMIXP,
VCCMIXM

Mixer Supply Pins. Require pullup inductors, which are used as part of the image rejection filter
network. Supply to inductors should be locally bypassed with 100pF and 0.01µF capacitors.

B1
LOIN/
SHDNLO

LO Input and LO Buffer Shutdown. Apply both LO input signal and LO buffer shutdown control
to this pin. The LO path requires a DC-blocking capacitor. A logic high on SHDNLO turns
on the LO buffer, and a logic low turns off the LO buffer, independently of SHDN. The shutdown
control requires a 10kΩ isolation resistor in order not to load the LO signal.

B3 GC Gain Control Pin. Apply a voltage between 0 to 3V to vary the gain of the IC.

B4 RFOUT
PA Driver Output. Requires an inductor pullup and a DC-blocking capacitor. These components
are also the matching elements.

A4, C1 GND
GND Connection. Solder directly to the PCB ground plane, with three ground vias around the
corner of the UCSP, as close to bump as possible. It is imperative that GND sees a low inductance
to the system ground plane. See the MAX2307 EV Kit as an example.

C2, C3
IFINP,
IFINM

Upconverter IF Inputs. AC-couple IF signals to these pins.

C4 SHDN
Shutdown Control. HIGH turns on the device except the LO buffer, LOW turns off the device
except the LO buffer.
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(MAX2307 Evaluation Kit, VCC = +2.8V, VGC = 2.2V, VSHDN = VSHDNLO = VCC, fRF = 906MHz, fIF = 165MHz, fLO = 741MHz,
TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子 名称 機 能

電源ピン。ピンのできるだけ近くで100pF及び0.01µFのコンデンサを使用してバイパスして下さい。

ミキサ電源ピン。イメージ除去フィルタネットワークの一部として使用するプルアップインダクタが必要です。
インダクタへの電源は、100pF及び0.01µFのコンデンサを使用して局所的にバイパスする必要があります。

LO入力及びLOバッファシャットダウン。LO入力信号とLOバッファシャットダウン制御の両方をこのピンに
適用します。LO経路にはDCブロッキングコンデンサが必要です。SHDNLOをロジックハイにするとLOバッファ
がオンになり、ロジックローにするとLOバッファがオフになります。この動作はSHDNと関係なく行われます。
シャットダウン制御には10kΩの絶縁抵抗を使用して、LO信号をロードしないようにする必要があります。

利得制御ピン。0～3Vの電圧を印可して、ICの利得を変化させます。

PAドライバ出力。インダクタプルアップとDCブロッキングコンデンサが必要です。これらの
部品もマッチング素子です。

GND接続。PCBグランドプレーンに直接ハンダ付けします。この時、UCSPの角の周りに3つの
グランドビアをできるだけバンプに近づけて使用します。GNDから見たシステムのグランド
プレーンは低インダクタンスでなければなりません。MAX2307EVキットの例を参照して下さい。

アップコンバータIF入力。IF信号をこれらのピンにACカップリングします。

シャットダウン制御。HIGHの時、LOバッファを除いてデバイスがオンになり、LOWの時、
LOバッファを除いてデバイスがオフになります。
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アプリケーション情報 _________________

局所発振器のLOIN/ SSHHDDNNLLOO入力

LO入力はシングルエンドの広帯域ポートです。LO信号は
入力IF信号とミキシングされ、その結果アップコンバート
出力がRFOUTピンに出現します。LOピンは、LO周波数
においてのリアクタンス3Ω以下のコンデンサでACカップ
リングして下さい。MAX2307はLOバッファを内蔵
しており、-15dBm～-5dBmの範囲のLO信号をサポート
します。

SHDNLOはICの残りの部分に関わりなく、LOバッファ
をオン又はオフに切り換え、LOINとピンを共有します。
LOがロードされないようにするには、10kΩの絶縁抵抗
をLOIN/SHDNLOピンとSHDNLOロジック出力の間に
接続します。SHDNLO制御を使用すると、アップコン
バータとドライバがオン又はオフに切り換わる間LOバッ
ファをオンに保つことができ、ゲート伝送モードに
おけるVCO周波数のプリングを低減できます。

IF入力

MAX2307は差動IF入力ポートを備え、差動IFフィルタとの
インタフェースを形成しています。IFピンはコンデンサ
でACカップリングします。標準的なIF入力周波数は
165MHzですが、デバイスは130MHz～230MHzの
範囲で動作します。2つのIF入力間の差動インピーダンス
は0.5pFとの並列接続において約400Ωです。

ミキサ

MAX2307は、ダブルバランスド差動アップコンバート
ミキサを使用します。イメージを除去するには、ミキサ
出力ピン(A2及びA3)とVCCを2個のインダクタで接続し、
内蔵コンデンサとともに使用します。この方法により、
電流を消費せずにイメージが除去され、内蔵インダクタ
を使用するよりもはるかに高いQが得られるため、

選択的にイメージを除去できます。外部タンクインダ
クタのQはイメージの除去レベルと使用可能な帯域幅を
直接決定します。

MAX2307は連続可変利得機能も提供しており、外部
制御電圧入力を使用して、少なくとも20dBの利得を制御
できます。

PAドライバ

MAX2307はクラスABドライバ段を利用します。クラスA
又はBとは異なり、クラスAB動作は良好な直線性と低消費
電流の両方を提供します。クラスABの消費電流は、高駆動
レベルにおける出力電力に比例します。

RFOUTはオープンコレクタ出力で、適切なバイアスを
行うには外部インダクタをVCCに接続する必要があります。
性能を最適化するには、インピーダンスマッチングネット
ワークを配置して下さい。マッチングネットワークの
構成と値は伝送周波数、性能、及び必要な出力イン
ピーダンスに依存します。直線性とリターンロスの両方を
同時に最適化するには、負荷インピーダンスの実際の
抵抗を約100Ωにする必要があります。デバイスの
0.5pFの内部シャント寄生はマッチングネットワーク
によって吸収する必要があります。日本のセルラ伝送
帯域用のマッチングネットワーク値については、
MAX2307EVキットのデータシートを参照して下さい。

レイアウト上の考慮___________________
最高の性能を得るには、電源及びRFOUTマッチングネット
ワークのレイアウトに十分な注意を払う必要があり
ます。EVキットはレイアウトの例として使用できます。
グランド接続及び電源バイパスは最も重要です。

電源及びSSHHDDNN__のバイパス

VCCは100pFのコンデンサを0.01µFのRFコンデンサと
並列に接続してバイパスして下さい。グランドプレーン
へのビアは各バイパスコンデンサ毎に別のものを使用
してトレース長を最小化し、インダクタンスを低減
して下さい。又、グランドプレーンへのビアは各
グランドピン毎に3つ使用して下さい。

電源レイアウト

ICの各セクション間のカップリングを最小限に抑える
には、中央のVCCノードに大容量のデカップリングコン
デンサを使用した星形構成の電源レイアウトが最適です。
VCCトレースはこの中央ノードから分岐し、それぞれが
プリント基板の個別のVCCノードに接続されます。各
トレースの終端には、バイパスコンデンサを用いて、RF
動作周波数において低ESRを保つようにします。この
配置により、各VCCピンにおいて局所的なデカップリング
が形成されます。周波数が高い場合、1つの電源ピン
から漏れた信号によって、中央のVCCノードが比較的ハイ
インピーダンス(VCCトレースインダクタンスにより発生)
となり、又その他の電源ピンへは、更にハイインピー

VCCMIXP
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VCC

VCC

VCC

VCC

VCC

RFOUT
RFOUT

GND
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VGC

IFINP
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IFINM
GND
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100pF
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100pF
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100pF
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標準動作回路 ________________________
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ダンスとなります。バイパスコンデンサを介したグランド
は低インピーダンスとなります。

インピーダンスマッチングネットワークの
レイアウト

RFOUTマッチングネットワークはレイアウトに関連
する寄生要因に対し、非常に敏感です。寄生インダク
タンスを最小限に抑えるには、トレースを全て短く保ち、

部品をチップのできるだけ近くに配置して下さい。
寄生容量を最小限に抑えるには、プレーンの面積を
できるだけ小さくして下さい。

チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 693

PROCESS TECHNOLOGY: Silicon Bipolar

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。
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